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WS 膏状助焊剂 

 

特点 

 

 优异的润湿性能 

 较宽的工艺窗口 

 残留物易清洗 

 开罐后保存时间长 

 

描述 

AIM 的 WS 膏状助焊剂是一种可水洗的粘性/返工助焊剂，专

为印刷电路板的局部修补或返工开发，也可用于球栅阵列（

BGA）封装焊球的封装。WS 膏状助焊剂具有高活性且应用广

泛，与所有锡铅和无铅合金兼容。WS 膏状助焊剂可应用于点

胶、浸渍/针转印或钢网印刷。WS 膏状助焊剂有 10cc 和 30 cc

针筒包装可供选择。 

 

应用 

在进行返工操作时，助焊剂涂抹应局限于正在处理的区域。建

议使用点胶针进行涂抹。 

 

清洗 

WS 膏状助焊剂必须使用普通水进行清洗。最终清洗时建议使

用去离子水。保持水温温度 38°C – 60°C (100°F - 150°F)可

去除残留物。建议采用在线式或其他加压喷淋清洗系统 

 

 

处理和储存 

  

 

参数 时间 温度 

密封保质期 6 个月 室温 

密封保质期 1 年 冷藏 4-12°C 

 

WS 助焊膏在室温下密封保存的保质期为 6 个月，冷藏保

存时为 1 年。请勿将新的和使用过的助焊膏存放在同一容

器中。 

 

安全 

使用时需保持充分通风并佩戴适当的个人防护装备。如有

任何特定的紧急情况信息，请参阅随附的安全数据表。请

勿将任何危险材料丢弃在未经批准的容器中。 

 

 

 

 

 

 

 

测试数据总结 
 

名称 测试方法 结果 

IPC 助焊剂分类 J-STD-004 ORM1 

名称 测试方法 结果 

铜镜 J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32 中 

定量卤化物，铬酸银 J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33 存在卤化物 

表面绝缘电阻 J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3 通过 

酸值测定 J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13 
酸值的典型值 50.76-56.61mg KOH/每

克助焊剂 

外观 J-STD-004B 3.4.2.5 深棕色 

粘度  凝胶状的稠度 

 


